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Bste invento se refiere & un método de soldar hilos
de conexién & un cuerpc eemiconductor, més particularmente
e eleciredos aleados sobre um cuerpo semiconductor y & un
dispositivo pera llevar a cabo dicho método.

5 Ha de entenderse que el término "soldar" denote en
estz memoris no solamente le sujeceién de un hilo a un cuer-
po semiconductor. o & un electrodo aleado, por medio de una
soldadura que puede xjéeubrir. por ejemplo, el extremo del

hilo, sino también la fu;ién de un hilo con un electrodo
10 sunergiendo el hilo en un extremo dentro de un electrodo
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fundido termporalmente, por completo en parte.

Ia soldadura de hilos de comexién con un cuerpo semiocon

ductor, més particularments con electrodos aleados sobre

un cuerpo semiconductor, la cual ususlmente se llevs &

cabo con transistores, se hace graduslmente més difieil
geghn disminuyen 185 dimensiones del cusrpo semiconductor
¥ por tanto la diétancia relativa de los electrodos. Difi-
cultades particularmente surgen al solder léngi.tudes de hi-
lo previsto cortadas, con respecto al apoyo mechuico de
dichas longitudineles de hilo. &l apoyo de los hilos, du-~ .
rante 1la operacién de scldadura, por medic de pinzas, en
cuya operacidn se proves a varios slectrodos, une & uno,
de un hilo ds conexidn, no produce resultedos satisfacto-
rios, puesto que al soléar un hilo & un slectrodo es muy
probable que se desprende un hilo previaménte soldado a un

electrodo.

Bl invento tlens por objoto, entre otras cosas, orsar

‘wi mdtodo sencillo, en ol cual se mroves al nismo tiempo

a un cuerpo ssmiconductor de varios hilos de conexidn,

en ol cuel particularmente electrodos alsados sobrs un

cusrpo semiconductor son proviatos simultaneamente de un
hilo de conexidn. SBegin el invento, el método ds solder
hilos de corexidn a un cuerpo semiconductor, perticuler-
aente & electrodos aleados _sobré un cuserpo semiconductor
se caracteriza porque durante la opersocidn de soldadure

los hilos de conexibn son mentenidos en posicidn solamente

por un campo magnético.
Por lo menos los sitios & comectar con los hilos de
corexidn por medic de soldadura son calentados a la tempe-

ratura neceseriz pars la soldadurs entes de poner los hilos
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de conexlém en coniacto con dichos mitios.

E1 cusrpo 59micondnctor pdede sor cslentado de ma;
ners sencilla hasta la temperatura 8o séldaanra disponién-
dolo sobfe un apoyo, por ejamplo; un bloque de carbono. el
cual estéd calentado. E1 éaldeo puede llovarse a cabo por
radiacidn. por ejemplo, con la ayuds de upe lémpers in-
candegoante. | ,

3n una realizacifn edicionsl ventajas del mébodo
solaménte los sitios & ser provistos de los hilos de co-
xién por soldadura son calentadoé,por radiacibén a la tem-
peratura de soldadura. Eéta rselizacibn tiene 1a ventaia
d6 que no o8 neceseric celemter todo el cuerpe semicon-

ductor a la temperatura de soldsdurs.

B2 inwentp-sa_refieré ademés a un dispositivo para

- 1lever a cabo el método seghn el invento. Segln el invento

este dispositivo'se caracteriza porgus comprenda'dos 2apa-
tag polares opuestas, entre las cuales, e8 decir més cerca
de una de las zépatas'polares.'héy colocado un 2poyo, por
ejemplo,,ﬁn.blodue de carbono, sobre sl que pusde disponer-
se un dispositivo una fuente de rediacién, por ejemplo una
lémpara incandescente y‘an ﬁédio éptico,. por ejemplo un es-
pejo pars proyectsr la fusnte de redisecidn s&b:a'el apoyo.
ﬁna zépata polar ésté prafersntemente proviste de un-&nims
a través de la cuml se proyectz ls fueate de radiscidén so-
bre el apoyo. -

81 ‘invento.serd descrito ahore mis oompletamente'con

. referencia & una realizacién y al aibujo.

21 aibujo muestra diagraméticsmente. en vigta en sec-
eibn una disposieidn pafa llevar a cebo oI método segin el

invento.
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Se describiré. 2 modo d° enemplo. 1la soldadﬁ?ﬁ“&é‘""

los h:z.los 4s ‘conexién a electrodos aleados ‘sobre un cusrpo sg.

. miconductor. HL cuerpo semicon&uctor B, por ejemplo de .ger—
manio. _que ‘tiens dimensi onss de 2x2z01 mms, provisto
4 de los electrodos 2, por e;xemplo de plomo. gue conulenen

" aproximademente 2% en peso,de entimonic y qug tiene_n u.n

aidmetro ds 150 /4 ¥ una distanecis, iﬁterme&ia de 50‘/u

‘ge dispome el cmpo magnétlco de un imé.n 5, el cual aa'cé.

provisto de 1as zapatas polares opuestas 6 y 'Z. 218 imén
5 puede  ser un imén permanente o un electro imén. Tos

nilos de conexidn 4 que tienen unas longitud de aproxize~

damente 6 mms y un diduetro de .apfbii@adame_ﬁbei 100 /M
hechos de un materisl magnetizable,.por sjemplo niquel'_.

- gque pueden estar chapados de ord, se di‘s’poneh gobre los’

olecfrodos 2. or caldeo 2 aproximaﬁamente 35090 los hi-
los 4 son soldadoa & los eloctrodos 2 manteniéndoee en po~
siclén los hilos 4 por el campo nagnético.

_ El cu.erpo sem:.conductor ly los electrodoa 2 pu.eden :

ser calen‘cadcs e la tomperatura de soldadura calentand:o

- apoyp 3, sobre el que esté Qispuesto.el cuerpo aem:.con—

ductor 1, por. ejém,p‘lo poi‘ radiacidn. 31 a',poyo.B pueds con-

sistir en el bloque ds cerboho de 8 x 8 x 3 mos y estéd

" @epussto més cerce de la zapata polar 7. Ta fuente de ra-

diae:.éu pv.ede ser una. lémpara J.ncandasoente. ouyo fllamento

preyecta por e;emplo con la ayuda de un espe;xo, sobre
el _apoyo K , _

Ta radigcidn puede 1neldir sobre el apoyo 3 an une

direceidn lateral aproximadamente paralela a las zspatas

poleres 6 y 7, Sia embarsgo, -prefer_entemente se hace uso

. de une disposicibn como se maegtra en le figura, en la cual '
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la zapata polar T esté provista de um énima 10, y si se

<
TV

dssea, de una parte realzada 11, Ta lémpara incandescen~
te 8. por ejemplo., una lémpera de 50W pars psliculas de
16 mma. que tiene une capa reflectora 9 irradia el apoyo

3 por via del énima 10. Ia caps reflectora 9 proyecta la

imdgen del filamento de ls léupara sobre sl apoye 3. la

lémpars incaniescente 8 puede estar conectade a une fuen-
te de corriente 12. 4

 om cusrpo semiconductor 1 con los ele'otrodo_a aleg-
dos 2‘ es calentado hasta la temperstura de soldadura, pre-
ferentemente antes_de colocarse los hilos de conexidn 4
Sobre los electrodos 2.

.i}os hilos 4 no es necesario gue sean hilos recios.
Puedenb estar provist'as por ejemplo: de una cuerva en forma |
de S & fin de aumentar la elesticidad.

A Se;‘é evidente que el invento no estd restringido
8 la reslizacién enteriormente desérita, y que dentro
dsl alcence del invento pueden hecerse muchas variantes
por los expertos en le lfecnioca. Por ejemplo el cuerpo se-
miconductor pusde calentarse insuflando un gas celiente,
por sjemplo niﬁ'égeno. sobre el mismo o por medio de una
bobina 'enrolla.da‘. bifilar, Qe caldeo, la cus_,l-no pertur-
ba sustancielmente el cempo magnético. Adends, solo loa |
sitios 8 ser provistos de los nilos de. conexibn por 801~
dadurs pueden ser calentados por ra&iacién hagts la tem-
peratura; de soldadura, de modo que no es hecesario que
sea’ celentado t669 ol cuerpo semiconductor, Los elsctrodos:
aleados y también el cuerpo semioﬁndnc‘bor pueden e.deﬁlés
estar hachos de ma‘l;ezjiales empleados us&‘alménte_ en la téo-
nica de semicf)nductorés. distintos & los naterisles ante-
284412
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riormenta indicados, Ls tempereiura de goldadura debe
adaptarse a los maferiales empleados. Aunqus un método
segiin el invento puede usarse ventajosamente para soldar
un solo hilo de conexibén & un cuerpo semiconductor o a
un electrodo aleado, la ventajs del invento se hace cons-

picae en la soldedura sgimultanea ds verios hilos de conexidn

gl se. desea, a un nimero de cusrpos separados ssniconduc-

tores o0 a 2lectrodes alsados.

Esta solicitud que corresponde z la presentada en

Holanda con fecha 15 de Enero de 1362, bajo el nfmero

. 273.574, se acoge a los benefioios del artioulo 51 del .

vigente Estatuto sobre Propiedaed Infustrial.

-HOT A~
Los puntos de invencidn propie y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto ds ests solicitud de Patente
de Invencidn en Bspafia, por VEINTE efios, son los siguien-
teas:
18, -~ Un método de solder hilos de conexidn a un cuer-
po ssmiéonddctor. particularmente a electrodos aleados

sobre el cuerpo semiconductor, caracterizado porque los

hilos dé conexidn se mantienen en posicién solo por un

caupo magnédtico durente el procedimis nto de soldsdura.
22, - Un método gsegfin se reivindica sn el punto 1,

caracta;izado porgue &l menos los sitios & coneoctar con

los hilos de los electrodos pof soldadura son calentados

hasta la temperatura de soldadura antes de poner los hilos .

S en contapto con dichos sitio:s. 2 8@ E ﬁz
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32, - Un método sesgin se reivindica en el pnmto I’”j
o 2, caracterizado porqus la temperaturs requerida para .
ls soldsdura se alcanza calentando un apoyo pér ejemplo.
un bloque de' carbono que soatiene €l cuerpo semiconduc-
tor. - _ _

42.- - Un mdtodo seglin se refvindica eﬁ el punto 3.
‘careoterizado porgue el apoyo es ca.lentadb por radiscidn.
por ejemplo cqﬁ le ayude de uns lémpara incandescente.

. 5%, - Un método segin se retvindica en-el punto
Ioa2, éa._racterizado poraue solo i§s. é_:i.‘jl;ios a ser mqéc-
tados con los hilos da-los electrodos por soldadura sbn
calentados por radlaclon a la tempe ratura requerida pera
la soldadura. ' . _ ‘

62, - Un dispositive pera lIevar & cabo el método
'reiundlcado en el punto 43 caracterizado porgue oomprenae
dos zapates. polares opuestes, entre la.s cuales, o8’ decir
.més cerce de une de las dos zepatas polares, Se proves un-
epoyo. por ejemplo un blogue de carpo_no; sobre el cqal pue -
de aisponerse un ouerpo semiconductor, y porgus se». proves
und fuente de radiscifa. por ejemplo una lémperse iw andes-
cente y un medio §ptico paras proyectar ls fuente de radie-
~ ¢idn sobre el Bpoyos por eaemplo. un espejo. . '

. T8, = Un dispositivo segin se reivindica en el punto
6, caracterizado porque una gapaté polar estéd provista de
un dnima a través de la cual se proyecta la fuente dn ra-
diaci én sobre el apo.yo‘ '

82, - Hétodo y dispositivo para solder hilos de conexiér

a un cuerpo samiconductor.
Tal y como se he dsserito en 1a Memoria que azrtacede,

representado en el dibuao que se aoompaﬂa ¥y con los fines

~que se han especificado. | ) 2 84 ﬁ ﬁz
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